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Глава 1

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

О СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТАХ

В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

Твердое тело — это агрегатное состояние вещества, отличающееся ста-
бильностью формы и особым характером теплового движения атомов,
совершающих малые колебания вокруг положения равновесия.

Твердые тела подразделяются на аморфные и кристаллические. Струк-
тура аморфных твердых тел характеризуется так называемым ближним
порядком расположения атомов; он соблюдается в пределах первой коор-
динационной сферы, образуемой соседними атомами, ближайшими к
данному, т. е. на весьма малых расстояниях (~0,5—1,0 нм). Аморфным
твердым телам присущи изотропность свойств (тепло- и электропровод-
ности, прочности, теплового расширения и др.) и отсутствие определен-
ной температуры плавления. Переход аморфных тел в жидкое состояние
происходит постепенно в некотором интервале температур. Аморфному
состоянию присущи близкая к идеальной атомно-структурная и высокая
физико-химическая однородность. Аморфный сплав — это однофазная
система, пересыщенный твердый раствор; атомная структура аморфного
сплава подобна структуре переохлажденной жидкости. Эти особенности
атомного строения аморфных материалов обусловливают высокие экс-
плуатационные физико-химические и механические характеристики
(прочностные, электрические, магнитные, коррозионную и радиацион-
ную стойкость и др.). Примерами аморфных тел являются стекла, поли-
меризованные пластмассы, аморфные металлические сплавы на основе
железа, кобальта, никеля и др. В частности, методы получения аморф-
ных металлических сплавов основаны на создании условий высокой ско-
рости охлаждения жидкого металла, чтобы предотвратить процесс крис-
таллизации (например, метод спиннингования струи расплава — закалка
расплава на поверхности быстро вращающегося металлического диска).

В реальных условиях кристаллические решетки твердого тела не яв-
ляются идеальными, бездефектными, они содержат точечные, линейные,
поверхностные, объемные дефекты или, рассматривая так называемый
реальный совершенный кристалл, находящийся в термодинамическом рав-
новесии при температуре, отличной от абсолютного нуля, хотя бы один
вид структурных несовершенств — точечные дефекты.



131.1. Точечные дефекты

1.1. Точечные дефекты

В соответствии с законами термодинамики кристаллическая решетка
твердого тела при температуре, отличной от абсолютного нуля, должна
содержать дефекты. Дело в том, что решетка с атомами, расположенны-
ми в узлах, как и любая система из атомов, стремится к равновесному
состоянию при данной температуре, определяемому минимумом свобод-
ной энергии (энергии Гельмгольца).

При этом свободная энергия кристалла

F = U – TS,

где U — внутренняя энергия кристалла; T — его температура; S — энтропия.
Cоответственно при введении в кристалл n точечных дефектов (на-

пример, вакансий — пустых узлов решетки) свободная энергия изменит-
ся на величину

DF = DU – TDS.

Напомним, что внутренняя энергия любой системы равна разности ее
полной энергии и суммы двух слагаемых — кинетической энергии ее
макроскопического движения и потенциальной энергии, обусловленной
действием на систему внешних силовых полей. Таким образом, величи-
ну внутренней энергии системы составляют энергия хаотического (теп-
лового) движения всех ее микрочастиц (атомов, молекул, ионов и др.),
энергия их взаимодействия, энергия электронных оболочек атомов и
ионов, внутриядерная энергия и т. д.

Отличительным свойством точечных (нульмерных) дефектов являет-
ся то, что их размеры во всех трех измерениях не превышают нескольких
межатомных расстояний.

Чтобы определить равновесное количество дефектов при данной тем-
пературе, нужно минимизировать свободную энергию относительно числа
дефектов. Если число дефектов (в частности, вакансий) равно n, то не-
обходимо приравнять нулю первую производную от изменения свобод-
ной энергии DF при введении в кристалл вакансий по числу вакансий:

� �
��

)
Q

w ’
 

w

Величина изменения энтропии DS при введении в кристалл n ва-
кансий является суммой возрастания энтропии смешения DSсм, опреде-
ляемого числом P (n) возможных размещений n вакансий в (N + n)
узлах решетки, и увеличения колебательной энтропии nSк, определяе-
мой разностью между энтропией S ў собственных колебаний решетки с
N атомами и n вакансиями и энтропией S собственных колебаний ре-
шетки идеального кристалла с количеством атомов, равным числу уз-
лов решетки, где Sк — колебательная энтропия при образовании одной
вакансии. Напомним, что энтропия смешения определяется произве-
дением k ln P, где k — постоянная Больцмана.

(1.1)

(1.2)

(1.3)



Глава 1. Общие представления о структурных дефектах14

Изменение внутренней энергии кристалла при введении n вакансий
DU определяется как

DU = nE0, v,

где E0, v — энергия образования вакансии.
При выполнении соответствующих вычислений, с учетом того, что

число узлов намного больше числа вакансий, выражение для равновес-
ной концентрации вакансий примет вид
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Приведенный порядок расчета и конечная формула (1.5) справедли-
вы и при определении равновесной концентрации другого типа точеч-
ных дефектов кристаллической решетки — междоузельных атомов (ато-
мов основного материала, внедрившихся в междоузлие) Ci .

Итак, определенному значению температуры соответствует рав-
новесное количество точечных дефектов — вакансий и междоузель-
ных атомов. Помимо этих так называемых собственных дефектов в
кристаллических материалах присутствуют примесные атомы, кото-
рые могут занимать позиции замещения, находясь в узлах решетки,
или внедрения (в пустотах между узловыми атомами решетки). Для при-
месных атомов понятие равновесной концентрации отсутствует.

К группе точечных дефектов относятся также малые по размерам
комплексы перечисленных дефектов (вакансионные, междоузельные,
комплексы «вакансия — примесный атом» и «междоузельный атом —
примесный атом», центры окраски).

Вернемся к выражению (1.5). Отметим, что величина отношения (Sк/k)
для металлов с гранецентрированной кубической решеткой близка к еди-
нице. Из выражения (1.5) видно, что весьма важной характеристикой
является энергия образования точечного дефекта. Для вакансий в метал-
лах величина E0, v » 1 эВ, для междоузельных атомов E0, i » 3—4 эВ;
в неплотноупакованных кристаллах (например, полупроводниках) раз-
ница между E0, v и E0, i не столь велика. Причина высокой энергии обра-
зования междоузельных атомов в металлах становится понятной, если
учесть, что размер кристаллографических пустот в кристаллической ре-
шетке существенно меньше размера узловых атомов. В плотноупакован-
ных решетках с коэффициентом компактности k = 0,74 (где k — отноше-
ние объема, занятого межатомными пустотами к объему, занятому ато-
мами) типа гранецентрированной кубической (ГЦК) и гексагональной
плотноупакованной (ГПУ) размеры октаэдрической (образованной
шестью соприкасающимися атомами-шарами, центры которых распо-
ложены по вершинам октаэдра) и тетраэдрической (образованной че-
тырьмя соприкасающимися атомами-шарами, центры которых образуют
тетраэдр) пустот составляют соответственно 0,41r и 0,22r, где r — радиус
атома. В объемноцентрированной кубической (ОЦК) решетке (k = 0,68)
размеры тех же типов кристаллографических пустот равны 0,15r и 0,29r.

(1.4)

(1.5)
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Вследствие значительного различия величин E0, v и E0, i , входящих в по-
казатель степени в формуле (1.5), концентрации вакансий и междоузель-
ных атомов в металлах различаются на много порядков величины. Вот
почему междоузельные атомы в металлах образуются, в основном, лишь
в процессах облучения высокоэнергетическими частицами.

Рассмотрим процессы образования вакансий и междоузельных ато-
мов в кристаллах.

На рис. 1.1 представлена схема образования вакансий в кристалли-
ческом материале при его нагреве.

Рис. 1.1. Схема образования вакансий по механизму Шоттки:
а — атом 1 переходит из поверхностного слоя кристалла в адатомный слой, застраивая
новую атомную плоскость; б — образовавшаяся на поверхности вакансия, мигрируя в
глубь кристалла, растворяется в его объеме; встречное направление коротких стрелок

означает встречное направление перемещений атома и вакансии в кристалле

Под действием термической активации поверхностные атомы (один
из них обозначен цифрой 1) испаряются из кристалла или, что более
вероятно ввиду меньшей затраты энергии, переходят в узловые поло-
жения адатомного слоя, надстраивая новую кристаллическую плоскость.
В оставленное узловое положение на поверхности диффундирует атом 2
(процесс идет при нагреве, т. е. при достаточно высокой температуре),
на место которого перемещается атом 3, и т. д. Таким образом, внутри
кристалла появляется вакансия (заметьте: междоузельный атом в дан-
ном процессе не образуется). С помощью рассмотренного механизма
вакансии могут создаваться вблизи различных источников — поверхнос-
ти кристаллического материала, разнообразных поверхностей раздела,
межзеренных и субзеренных границ и т. д. Данный механизм образова-
ния вакансий называется механизмом Шоттки, а сам дефект — дефек-
том Шоттки. Характерно, что в кристаллах, образованных разноимен-
но заряженными атомами (например, в ионных кристаллах типа NaCl),
вакансии образуются парами вследствие стремления решетки к сохра-
нению электронейтральности, и тогда дефект Шоттки представляет собой
пару вакансий разного знака. Тем не менее в условиях различных вне-
шних воздействий (в частности, облучения) может возникнуть локаль-
ная нескомпенсированность заряда, связанная, например, с избыточ-
ными вакансиями. При этом в ионном кристалле возможно образова-
ние так называемых центров окраски. Наиболее часто встречающийся,
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стабильный по отношению к температурному воздействию центр ок-
раски — это F-центр, представляющий собой комплекс из анионной
вакансии (с нескомпенсированным отрицательным зарядом), захватив-
шей электрон. Когда добавочная полоса поглощения света, обуслов-
ленная центром окраски, находится в видимой области волнового спек-
тра, можно невооруженным глазом видеть изменение окраски ионного
кристалла в результате облучения.

Если прогретый при высокой температуре металлический образец рез-
ко охладить (например, сбросить из печи в воду) до комнатной температу-
ры (процесс называется закалкой), то можно зафиксировать в его структу-
ре большое количество сверхравновесных вакансий, на много порядков
величины превышающее их равновесную концентрацию при комнатной
температуре, определяемую выражением (1.5). В процессе закалки вакан-
сии, введенные в кристалл при высокой температуре, не успевают из-за
недостатка времени уйти диффузионным путем на стоки. Прочность ме-
талла при этом существенно увеличивается (пересыщение в объеме ва-
кансий и их комплексов оказывает тормозящее действие на движущиеся
под действием приложенных напряжений дислокации). Сверхравновес-
ное количество вакансий может быть введено в кристалл также пласти-
ческой деформацией (при движении винтовых дислокаций с порогами
краевой ориентации) и облучением частицами высоких энергий.

Междоузельные атомы, в принципе, также могут быть созданы при
пластической деформации (по тому же механизму, что и для вакансий, —
движение винтовых дислокаций с порогами краевой ориентации), но этот
процесс затруднителен ввиду высокой энергии их образования. Зарегист-
рировать образование при закалке междоузельных атомов в металлах не
удалось ни одним из существующих методов. Основной механизм введе-
ния в кристаллическую решетку междоузельных атомов — облучение ма-
териалов частицами высоких энергий (нейтронами, ионами, электрона-
ми). При этом узловой атом, которому при соударении с бомбардирую-
щей частицей была сообщена энергия выше пороговой энергии смещения,

вылетает из узла в междоузельное положение,
оставляя на своем месте вакансию. В итоге в
решетке образуется пара Френкеля (вакансия —
междоузельный атом) (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Пара Френкеля (дефект Френкеля) —
вакансия и междоузельный атом

в кристаллической решетке твердого тела

Пороговая (минимальная) энергия Ed, которую надо сообщить узлово-
му атому для создания устойчивой пары Френкеля, зависит от атомной
массы облучаемого материала, а также от угла падения налетающей частицы
относительно кристаллической решетки. Ее величина составляет 10—40 эВ
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(для практических расчетов ее часто принимают равной 25 эВ). Суще-
ствует также процесс, обратный созданию пары Френкеля, — ее исчез-
новение; при встрече вакансии с междоузельным атомом они объединя-
ются (аннигилируют), решетка восстанавливается. Процесс аннигиля-
ции энергетически выгоден, поскольку введение дефекта в кристалл
повышает его энергию.

Если температура материала достаточно высока, то возможна встреча
вакансий не только с междоузельными атомами, но и друг с другом. При
этом происходит объединение вакансий и образование комплексов — ди-
вакансий, тривакансий, тетравакансий и т. д. Процесс объединения ва-
кансий энергетически выгоден, поскольку приводит к уменьшению их
суммарной поверхности — и, соответственно, поверхностной энергии.
Разность между суммарной энергией образования двух изолированных
вакансий 2E0, v и энергией образования дивакансии E0, dv (комплекса из
двух вакансий) представляет собой энергию связи в дивакансии

Eсв = 2E0, v – E0, dv.

Величина энергии связи определяет стабильность любого комплек-
са точечных дефектов в структуре материала (ди-, три-, тетра-, пента-
вакансии, «вакансия — примесный атом замещения», «междоузельный
атом — примесный атом замещения» и др.). В частности, для дивакан-
сий энергия связи в различных металлах имеет широкий спектр значе-
ний — от 0,06 до 0,5 эВ.

Как уже отмечалось, минимуму свободной энергии кристалла соот-
ветствует термодинамически равновесное содержание собственных то-
чечных дефектов (вакансий и междоузельных атомов) при данной тем-
пературе. В случае недонасыщения кристалла точечными дефектами имеет
место тенденция к их «впрыскиванию» в решетку структурными дефек-
тами более высокого порядка — дислокациями, границами зерен, сво-
бодными поверхностями, порами, трещинами. Если же кристалл пере-
сыщен собственными точечными дефектами (их концентрация выше
равновесной), то перечисленные источники становятся уже стоками,
к которым устремляются надравновесные вакансии и междоузельные
атомы и где они, поглощаясь, исчезают. Тем не менее протекание дан-
ных процессов, являющихся диффузионными, в огромной степени оп-
ределяется температурой и энергией миграции (перемещения) того или
иного дефекта. При низких температурах метастабильное состояние кри-
сталла с неравновесной концентрацией дефектов, в принципе, может
долго сохраняться.

Процесс миграции вакансии схематично показан на рис. 1.3. Мож-
но видеть, что в процессе миграции вакансии на одно межатомное рас-
стояние она обменивается местами с соседним узловым атомом. Этот
процесс требует преодоления энергетического барьера, высота кото-
рого равна энергии миграции вакансии Em, v : атому 1 надо протис-
нуться в «окно», образованное четырьмя узловыми атомами (на плос-
ком рисунке изображены только два атома из четырех, при этом не

(1.6)
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показано некоторое смещение соседних с вакансией атомов). Величина
Em, v неодинакова для различных металлов — от 0,62 эВ (для Al) до 1,7 эВ
(для W).

Рис. 1.3. Миграция вакансии
в плотноупакованной кристаллической решетке:
штриховой стрелкой показано направление перемеще-
ния вакансии 1, сплошной стрелкой — узлового атома 2;
цифрами 3 и 4 обозначены атомы, соседние с атомом 2

в плоскости рисунка

Энергия миграции междоузельных атомов Em, v в металлах существенно
ниже энергии миграции вакансий. Дело в том, что в связи с трудностью
размещения междоузельных атомов в кристаллографических пустотах плот-
но упакованной решетки (см. выше) они слегка вытесняют узловые атомы
из своего первоначального положения и образуют гантели (гантельные
конфигурации) — симметричные относительно узла решетки конфигура-
ции из двух атомов с центром тяжести в данном узле (рис. 1.4).

Миграция гантели проиллюстрирована на рис. 1.5. Элементарный
акт перемещения гантели, образованной атомами 1 и 2 из исходного
положения включает переход атома 1 в узловое положение, вытеснение
атомом 2 атома 3 из узла и образование новой гантели из атомов 2 и 3
(новое положение гантельной конфигурации 2 ў—3 ў показано штрихо-
выми линиями). Направление оси гантели может измениться (как на
рис. 1.5), но может остаться прежним. Значение Em, v для различных ме-
таллов неодинаково, в среднем оно составляет 0,1 эВ.

Известна еще одна устойчивая конфигурация, связанная с «лишним»
внедренным собственным атомом в кристаллической решетке, — кроудион

Рис. 1.4. Гантельная конфигурация [010]
(атомы 1—2 ) в плоскости (100) ГЦК-решетки

Рис. 1.5. Миграция гантельной конфигурации
типа б100с из положения 1—2 в положение

2 ў—3 ў в ГЦК-решетке:
новое положение гантели показано штриховой

линией (в этом случае гантельная конфигурация
создана атомами 2 и 3 )
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(от англ. crowd — толпа). Кроудион представляет собой уплотненную,
содержащую один лишний атом атомную цепочку вдоль плотноупако-
ванного направления на участке протяженностью 5—10 межатомных рас-
стояний (рис. 1.6). Его движение осуществляется путем эстафетного пе-
ремещения атомов вдоль этого направления.

Рис. 1.6. Кроудион
в направлении б110с

в ГЦК-решетке

Рис. 1.7. Примесные атомы, растворенные
по способу замещения (а) и по способу

внедрения (б) в кристаллической решетке

а б

Следующий вид точечных дефектов — примесные атомы. Различают
примесные атомы замещения, когда атом примеси «замещает» атом ос-
новного материала и размещается в узле решетки (рис. 1.7, а), и примес-
ные атомы внедрения, располагающиеся между ее узлами (рис. 1.7, б);
при этом не следует путать примесные атомы внедрения с собственными
(матричными) междоузельными атомами.

Примесные атомы замещения мигрируют по вакансионному меха-
низму (обмениваясь местами с вакансиями), а малые по размерам (под-
размерные) примесные атомы внедрения (H, C, N) — по междоузельно-
му механизму, переходя из одной кристаллографической пустоты в дру-
гую, соседнюю (особенно легко этот процесс идет в ОЦК-кристаллах,
в которых пустоты разного типа мало отличаются друг от друга по энер-
гии внедряемых атомов). Надразмерные примесные атомы внедрения
(большего, чем у атомов основного материала, размера) в плотноупако-
ванных решетках обычно образуют с узловыми матричными атомами так
называемые смешанные гантели (такая конфигурация отличается от обыч-
ной гантели тем, что на одном ее конце находится атом основного эле-
мента, а на другом — примесный атом) и мигрируют в решетке по ган-
тельному механизму (см. ранее). Комплекс типа смешанной гантели может
быть образован также узловым примесным атомом замещения и междо-
узельным атомом.

Кроме перечисленных дефектов важную роль в диффузионно-конт-
ролируемых процессах играют также комплексы типа «вакансия — при-
месный атом замещения» (вакансия находится рядом с узловым примес-
ным атомом). Их образование в решетке энергетически выгодно вслед-
ствие частичной компенсации упругой деформации решетки вокруг атома
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примеси. Стабильность таких комплексов определяется величиной энер-
гии связи (ее значения находятся в диапазоне 0,01—0,3 эВ). Интуитивно
понятно, что малорастворимые в основном металле примесные атомы
замещения, создающие сильные искажения в решетке, будут образовы-
вать с вакансиями комплексы с повышенной энергией связи. Если такой
комплекс стабилен, то постоянное присутствие в нем вакансии может
обеспечивать облегченную диффузию данной примеси под действием
градиента химического потенциала.

1.2. Дислокации

Дислокации являются линейными дефектами кристаллической струк-
туры, которые в двух измерениях малы (несколько межатомных рас-
стояний), а в третьем измерении имеют протяженность, существенно
бо 2льшую, макроскопического размера. К линейным дефектам также
относятся цепочки вакансий и междоузельных атомов. Согласно клас-
сическому определению, данному В. Т. Ридом, дислокация — это ли-
нейное несовершенство (дефект) кристаллической структуры, образу-
ющее внутри кристалла границу зоны пластического сдвига; эта грани-
ца отделяет в плоскости скольжения часть кристалла, где сдвиг уже
прошел от той части, где он еще не начинался. Поскольку дислокации
в кристалле не всегда образуются при сдвиге, можно дать более общее
определение дислокации: это линейный дефект кристаллической ре-
шетки, для которого контур Бюргерса имеет невязку, отличную от нуля
(понятие о контуре Бюргерса будет дано ниже). На снимках, получен-
ных методом просвечивающей электронной микроскопии, дислокация
выглядит как геометрическая линия, однако при атомном разрешении
видно, что это трубка, внутри которой (в так называемом ядре дислока-
ции) атомное строение сильно искажено. Ядром дислокации называется
цилиндрическая область радиусом 1—3 межатомных расстояния с сильно
нарушенным кристаллическим строением, в которой взаимное распо-
ложение атомов не описывается в рамках теории упругости. В связи с
этим часто употребляются термины «ось дислокации» и «дислокацион-
ная трубка».

Основными типами дислокаций являются краевая и винтовая.
На рис. 1.8 представлена краевая дислокация, ось которой является

краем внедренной в кристалл полуплоскости (называемой также экст-
раплоскостью). Дислокация, изображенная на рис. 1.8, является поло-
жительной (экстраплоскость вставлена в решетку сверху), ее местона-
хождение на схемах изображается значком ^ . Если экстраплоскость вне-
дрена в решетку снизу, то дислокация отрицательная, обозначается
значком •. При встрече положительной и отрицательной дислокаций в
одной плоскости скольжения они аннигилируют, структура решетки вос-
станавливается. Если разноименные краевые дислокации находятся в
параллельных плоскостях скольжения, разделенных одним межатомным
расстоянием, при их прохождении одна над другой в разделяющей их
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плоскости образуется цепочка вакансий, которые могут затем диффузи-
онным путем мигрировать по объему кристалла. Если же при встрече
дислокаций разного знака их экстраплос-
кости перехлестываются, то возможно вы-
давливание в решетку междоузельных ато-
мов (хотя энергетически такой процесс яв-
ляется трудноосуществимым).

Рис. 1.8. Образование краевой дислокации
в кристаллической решетке:

полуплоскость Q — экстраплоскость;
CD — ось дислокации

Для краевой дислокации существует две возможности передвиже-
ния — скольжение и переползание. На рис. 1.9 показан процесс сколь-
жения краевой дислокации под действием внешних касательных (сдви-
говых) напряжений t. Движение атомов по плоскости скольжения носит
эстафетный характер: верхняя часть кристалла смещается относительно
нижней не с одновременным разрывом всех атомных связей в плоскости
скольжения, а в результате последовательного пробега дислокации по
данной плоскости. При перемещении дислокации на один период ре-
шетки сами атомы смещаются лишь на долю периода, причем в данный
момент времени смещаются не все атомы по обеим сторонам от плоско-
сти скольжения, а лишь находящиеся в области дислокации. При этом
рвутся межатомные связи между двумя цепочками атомов, а не все свя-
зи между граничными атомами в соседних с плоскостью скольжения
горизонтальных плоскостях, и появляются, соответственно, новая экст-
раплоскость и новая целая атомная плоскость (см. штриховые линии на
рис. 1.9). Если дислокация, пробегая по плоскости скольжения, достига-
ет поверхности кристалла, она исчезает, образуя ступеньку величиной E

G

(где E
G
 — вектор сдвига, в данном случае он же и вектор Бюргерса) —

результат сдвига одной части кристалла относительно другой (такой же,
как при «чистом» сдвиге верхнего блока кристалла как целого относи-
тельно нижнего блока с одновременным смещением всех атомов в атом-
ных плоскостях по обе стороны от плоскости РР). Из рис. 1.9 видно, что
краевая дислокация перпендикулярна вектору сдвига E

G
 (вектору Бюр-

герса; см. далее).
Рассмотренный характер сдвига за счет перемещения в кристалле

дислокации объясняет громадную разницу (3—4 порядка величины) в
значениях напряжения t, требуемого для начала пластической деформа-
ции, по механизму «чистого сдвига» (1—10 ГПа, t = G/30, где G — модуль
сдвига) и по дислокационному механизму (0,2—1 МПа). Использова-
ние теории дислокаций позволило добиться корреляции теоретических
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Рис. 1.9. Скольжение краевой дислокации
(ее ось перпендикулярна плоскости чертежа):

QQ и Q ўQ ў — линии пересечения экстраплоскостей (прежней и новой) с плоскостью
рисунка; РР — след плоскости скольжения дислокации; E

G
 — вектор сдвига

(вектор Бюргерса); t — действующее внешнее напряжение

и экспериментально полученных значений критического напряжения
сдвига при исследовании пластической деформации кристаллических ма-
териалов.

Рис. 1.10. Переползание краевой дислокации:
на дислокации CD появляются пороги EF и KL, дислокация становится ломаной линией
CLKFED, при этом часть дислокации (FK ) переползает вверх в плоскость скольжения,

параллельную первоначальной плоскости скольжения Р
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Скольжение является бездиффузионным консервативным движением
дислокаций в одной плоскости. Если же на пути движения краевой
дислокации встречается барьер, то она может преодолеть его с помо-
щью переползания — неконсервативного движения (рис. 1.10). При этом
часть KF краевой дислокации CD переползает в другую плоскость, па-
раллельную P, с образованием порогов EF и KL. Сама же дислокация,
обладающая линейным натяжением, не разрывается, а становится ло-
маной линией CLKFED. Процесс переползания является диффузион-
ным, он требует повышенных температур и осуществляется за счет
притока к краевой дислокации (или отщепления от дислокации и
последующего оттока от нее) точечных дефектов — вакансий или междо-
узельных атомов.

На рис. 1.11 представлена винтовая дислокация с осью СD, образую-
щаяся при несквозном сдвиге по плоскости Q под действием сдвиговых
напряжений t. Вектор сдвига (на рисунке он является также вектором
Бюргерса) E

G
 параллелен винтовой дислокации. Сама дислокация обра-

зует границу зоны сдвига, отделяя в плоскости скольжения Q зону,
в которой пластический сдвиг уже прошел, от зоны, где он еще не начи-
нался. Введение дислокации в кристалл приводит к тому, что параллель-
ные ранее горизонтальные плоскости «закручиваются» в одну винтовую
поверхность, по которой можно непрерывно двигаться от нижней к вер-
хней части кристалла или наоборот. Образование винтовой поверхности
является причиной расположения атомов по винтовой линии в области
дислокации. Дислокация, изображенная на рис. 1.11, — правовинтовая,
она «закручивает» кристалл по часовой стрелке (подобно правой резьбе
винта) при обходе с верхнего горизонта на нижний; для левовинтовой
дислокации этот процесс осуществляется против часовой стрелки. При
встрече правовинтовой дислокации с левовинтовой они аннигилируют.

Рис. 1.11. Образование винтовой дислокации в кристалле
в результате несквозного сдвига по плоскости Q ; CD — ось дислокации
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